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Abstract (en)
Formed by numerous sleeves (6) with contacts (8) with plug side (3) and coupling side (4), which protrude into separate compartments of fitting
element, at least partly.Fitting element is insertable from coupling side over sleeves of plug part. Separate compartments of fitting element are
preferably formed by compartment walls orthogonal to bottom plate. Independent claims are included for plug part.

Abstract (de)
Fur eine auf einer Leiterplatte (20) vorgesehene elekirische Steckverbindung mit einem Steckerteil (1), das mit relativ hohen elektrischen
Spannungswerten beaufschlagt wird, ist zur Vermeidung von Spannungsiiberschldgen zwischen den auf der Leiterplatte angeordneten und
weiterflhrenden Leiterbahnen und den Létpunkten (22) der elekirischen Kontakte (8) im Steckerteil (1), ein Rastelement (10) mit mehreren
Kammern (13) vorgesehen, dessen Kammerwénde (12) in Schlitze (23) einflgbar sind, die in der Leiterplatte (20) eingelassen sind, wobei die
Kammern jeweils einen Létpunkt von einem der elektrischen Kontakte im Steckerteil umschlieB3en.
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